Udajovy list produktu

Hempaprime CUI 275

Charakteristika produktu

Popis

Hempaprime CUI 275 je epoxidovy fenolovy vylepSeny natér na bazi
rychleschnouciho, alkylaminem vytvrzeného epoxidu. Poskytuje
dlouhodobou bariérovou ochranu v natérovych systémech pro silné
korozivni prostfedi, véetné vysokych teplot a mokrych podminek pod
tepelnou izolaci.

Doporucené pouZziti

Hempaprime CUI 275 Ize pouzit v Sirokém teplotnim rozsahu, kde
obvykle dochéazi ke korozi pod izolaci (CUI) a také tam, kde dochazi k
tepelnym cykldm. Produkt vyrazné sniZuje riziko praskani pfi aplikaci
pfi vysokych tloustkach suché vrstvy (DFT) ve srovnani s tradi¢nimi
epoxidovymi fenolovymi natéry. MliZze byt pouZzit v novostavbach a pfi
udrzbé a opravach, na uhlikovou a nerezovou ocel a pro izolovany a
neizolovany provoz. Hempaprime CUI 275 Ize aplikovat pfi teplotach
do -10 °C (14 °F) a je vhodny pro aplikaci na horké povrchy az do 204
°C (400 °F).

Provozni teplota:
- Maximalné, pouze za sucha (nejvyssi hodnota): 275°C [527°F].

Certifikaty / Schvaleni

- Splfiuje pozadavky normy ISO 12944, pfi pouZiti jako soucast
predem definovaného natérového systému. C5-H, CX

- Splfiuje poZzadavky normy ISO 19277, pokud se pouziva jako
soucast predem definovaného natérového systému. Pro kategorie
CUI-1, CUI-2, CUI-3, CUI-1-Cryo, CUI-2-Cryo, CUI-3-Cryo

- Testovano a hodnoceno podle NACE TMO0174; standardni zkuSebni
metoda pro hodnoceni ochrannych natérd a provozu v ponoru.
Odolnost proti vrouci vodé z vodovodu, metoda B.

Vlastnosti

- Rychlé prelakovani.

- Siroké teplotni odolnost od velmi nizkych az do 275 °C (527°F).

- Lze aplikovat pfi teplotach aZ do -10 °C (14°F).

- Vynikajici odolnost proti praskani proti tradicnim epoxidovym
fenolovym néatértim.

- Hlinikem pigmentovany.

HEMPEL
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Bezpecnost produktu
Bod vzplanuti 35°C [95°F]

Obsah VOC u smichaného produktu

Legislativa Hodnota

EU 305 g/L [2,55 Ib/US gal]
USA (natéry) 305 g/L [2,55 Ib/US gal]
USA (regulaéni) 305 g/L [2,55 Ib/US gal]
Cina 305 g/L [2,55 Ib/US gal]

Vypocet je proveden v souladu se specifickou legislativou, detaily naleznete ve
vysveétlivkach, které jsou k dispozici na strankach Hempel.com spole¢nosti
Hempel nebo na vaSich mistnich strankach spole¢nosti Hempel. Hodnoty VOC
se mohou liSit v zavislosti na odstinu, viz bezpec€nostni list, ¢ast 9.

Manipulace

PFi manipulaci postupujte opatrné. Pfed a béhem pouziti dodrzujte
bezpecnostni instrukce na etiketach baleni a dodrzujte platné
bezpecnostni predpisy. VZdy se seznamte s bezpecnostnimi listy a
Gdajovym listem pro tento produkt.

Pouze pro profesionalni pouziti.

Udaje o produktu

Kéd produktu
17530

Slozky produktu
Baze 17539
TuZidlo 95072

Standardni odstin* | kéd
Hlinikové Seda 19690 **

Lesk
Polo-matny

* Epoxidové natéry maji pfi vnéjSim pouziti pfirozeny sklon ke kfidovani, blednuti a ztraté barvy. Tento jev nema vliv na G¢innost natirani.

** \lysoké teploty mohou zp(isobit Zloutnuti/zménu odstinu.
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Udajovy list produktu

Hempaprime CUI 275

Objem susiny
66 + 2%

Specificka hmotnost
1,3 kg/L [11 Ib/US gal]

Referenéni tloustka suchého filmu
150 pm [5,9 mils]

Hlinikovy odstin | kéd
Hlinikové Cervena 19530 *

Lesk
Prostudujte si prosim pokyny spole€nosti Hempel tykajici se hlinikem
pigmentovanych natérd.

Objem susiny
65 * 2%

Specificka hmotnost
1,4 kg/L [11 Ib/US gal]

Referencni tloustka suchého filmu
150 pm [5,9 mils]

HEMPEL

Trust is earned

Priprava povrchu

Cistota

- Odstrante olej, mastnotu a ostatni necistoty vhodnym detergentem.

- Odstrante soli, detergenty a ostatni necistoty vysokotlakou sladkou
vodou.

- Stupen bleskové koroze maximalné FR M (ISO 8501-4).

Novy objekt:

- Abrazivni otryskani na stupefi min. Sa 2% (ISO 8501-1) / SP 10
(SSPCQ).

- Odstrante prach, tryskaci médium a ostatni volné necistoty.

- Vodni tryskani na Wa 2% (ISO 8501-4).

Udrzba a opravy

- Jednotlivé malé poSkozené plochy ocistéte do jednoho
pravidelného tvaru a opravte je jako jeden celek.

- Hrany poskozeného natéru vybruste do hladkého pfechodu s
okolnim natérem.

- Odstrante prach, tryskaci médium a ostatni volné necistoty.

- Abrazivni otryskani na stuper min. Sa 2% (ISO 8501-1) / SP 10
(SSPC).

- Drobné oblasti mohou byt namisto abrazivniho tryskani vycistény
ruéné nebo elektrickym naradim.

- Ocistéte dlikladné& ruéné nebo pomoci elektrického naradi na St 2
(ISO 8501-1) / SP 2 (SSPC). Zabrante vyhlazeni.

- Vodni tryskani na Wa 2%z (1SO 8501-4).

Drsnost
- Profil povrchu Stfedni (G) (ISO 8503-2).

Podrobnéjsi informace naleznete v samostatnych pokynech pro
pfipravu povrchu spole€nosti Hempel.

Aplikace

Pomér michani
Baze 17539 : Tuzidlo 95072
(3 : 1 Objemove)

PFed pouzitim fadné promichejte.

Redidlo
Hempel's Thinner 08450

* Vysoké teploty mohou zp(isobit Zloutnuti/zménu odstinu.
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Udajovy list produktu

Hempaprime CUI 275

Cistici pFipravek
Hempel's Tool Cleaner 99610

Doba zpracovatelnosti

Teplota 15°C 20°C 30°C
produktu [59°F] [68°F] [86°F]
Doba zpracovatelnosti 3hodin  2hodin 1 hodina
Doba zpracovatelnosti (stfikani) 3 hodin  2hodin  1hodina
Doba zpracovatelnosti (Stétec) 3hodin  2hodin  1hodina

Metoda aplikace

Redéni

Néaradi max obj. Parametry aplikace
il Tlak na trysce: 250 bar [3600 psi]
0,
Bezvzduchove stikani 5% Velikost Usti trysky: 0.017-0.025"
Stétecivalecek 5% Nelze pouZzit.
Vzduchové stfikani Nelze pouzit.

Pokud je pro aplikaci pouzit Stétec nebo véalecek, k dodrzeni specifikované

tloustky suchého natérového filmu bude tfeba vice vrstev natéru. Udaje pro
bezvzduchové stiikani jsou doporu¢ené a mohou byt prizptisobeny. Tlak je
uveden pro teplotu materialu 20°C [68°F].

Tloustka natérového filmu

Rozsah specifikace Nizky Vysoky Doporuc¢eno
< P 100 pm 225 pm 150 ym
Tloustka suchého filmu (3,9 mils] (8,9 mils] (5,9 mils]
o . ) 150 pm 350 um 230 pm
Tloustka mokrého filmu (5.9 mils] (14 mils] (9.1 mils]
Tim se 6,6 m2/L 2,9 m?/L 4,4 m?/L
. [270 sq ft/lUS [120 sq ft/lUS [180 sq ft/US
zméni vydatnost
gal] gal] gal]

V zavislosti na typu konstrukce mohou byt pro vyrobek specifikovany jiné

tloustky natérového filmu, nez jsou doporuceny. Tim se zméni vydatnost, doba

schnuti a vytvrzeni a pretiraci interval. Za i¢elem dosazeni optimalnich
vysledkd se vyhnéte nadmeérné tloustce natérového filmu.

HEMPEL

Trust is earned

Aplikaéni podminky

- Abyste zabranili kondenzaci, aplikujte na Cisty a suchy povrch
s teplotou o 3°C [5°F] vySSi, nez je teplota rosného bodu.

- Teplota povrchu musi byt nad -10°C [14°F] béhem aplikace a
vytvrzovani.

Poznamky k aplikaci
- Pred pouzitim fadné promichejte.

Schnuti a pretirani

Kompatibilita produktu

- Pfedchozi natér: Doporu¢enym vyrobkem je: Hempel's Galvosil
15700

- Nasledny néatér: Doporu€enymi vyrobky jsou: Hempathane 55610,
Hempel's Silicone Acrylic 56940, Hempaxane Light 55030

Doba schnuti

Teplota -10°C 0°C 20°C 40°C
povrchu [14°F]  [32°F] [68°F]  [104°F]
Suchy povrch hodin 28 12 3% 2
Proschnuty hodin 35 14 4 2Y»
Suchy pro chlzi hodin 42 21 4% 3
PIné vytvrzen dny 40 20 5 1%

Stanoveno pro tloustku suchého filmu 150 mikron( [5.9 mils] pfi standardnich
podminkach, podrobnosti naleznete ve vysvétlivkach spole¢nosti Hempel.

Vydano spolecnosti Hempel A/S - Bfezen 2024
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Udajovy list produktu

Hempaprime CUI 275

Pretirani
Specifikace spole¢nosti Hempel nahrazuje veskeré pokyny uvedené v tabulce
pretirani.

Nézev iakosti -10°C 0°C 20°C 40°C
) [14°F] [32°F] [68°F] [104°F]
Atmosférické stfedni zatizeni
Hempaprime CUI Min 14 hod. 7 hod. 90 min. 45 min.
275 Max 90 d. 90 d. 60 d. 30d.
Hempathane HS Min 27 hod. 14 hod. 3 hod. 90 min.
55610 Max 90 d. 90 d. 28 d. 14 d.
Hempel's Silicone  Min 14 hod. 7 hod. 90 min. 45 min.
Acrylic Max 90 d. 90 d. 60 d. 30d.

Casy pretirani jsou orientacni pro vyrobky se stejnym obecnym chemickym
slozenim.
Dalsi informace naleznete ve specifikaci spolecnosti Hempel.

Poznamky k pretirani

- Mlhovy néstfik je doporucen pfi pretirani natérovych hmot jakosti
Galvosil.

- Jestlize je pfekro€en maximalni pfetiraci interval, je pro zajisténi
pfilnavosti nezbytné zdrsnéni povrchu.

- Povrch musi byt pred pretiranim cisty.

- Anorganické zinksilikaty musi byt pfed pretirdnim zcela vytvrzené.

- Pokud doslo k pfekro¢eni maximalniho pretiraciho intervalu mezi
epoxidem a vrchnim natérem, aplikujte dodate¢nou tenkou vrstvu
epoxidu.

DalSi poznamky
- Natérovy film musi byt pfed zaizolovanim suchy a vytvrzeny.

HEMPEL

Trust is earned

Skladovani

Doba skladovatelnosti

Teplota 25°C
okoli [77°F]
Baze 36 mésice
Tuzidlo 12 mésice

Doba skladovatelnosti od data vyroby pfi skladovani v plivodnich
neotevienych nadobach. Poté musi byt kvalita produktu znovu zkontrolovana.
Skladovani pfi vyssich teplotach mize dobu skladovatelnosti zkrétit. S
zadostmi o radu se obracejte na spole¢nost Hempel.

Podminky skladovani

- Vyrobek musi byt skladovan v souladu s mistnimi predpisy pfi
maximalni teploté 40°C [104°F] bez pfimého slune¢niho zafeni a
musi byt chranén pred destém a snéhem.

Uhlikova stopa

Tloustka suchého filmu 1pm 1 mil

GWP (Potencial pro globélni oteplovani) 9,9 g COze/m? 0,052 Ib COze/ft?

Uhlikova stopa se vztahuje na 1 ¢tvere¢ni metr / ¢tvere¢ni stopu plochy s
tloustkou suchého filmu 1 mikron / mil.

Rozsah zahrnuje suroviny, dopravu do zavodu spole€nosti Hempel,
vyrobni procesy spole¢nosti Hempel a veSkeré tékavé organické
slouceniny (VOC) uvolfiované pfi a po aplikaci produktu.

Vypocitava se na zakladé standardniho odstinu definovaného v tomto
produktovém listu (PDS). U jednotlivych odstint se hodnoty mohou
liSit.

Vydano spolecnosti Hempel A/S - Bfezen 2024
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Udajovy list produktu H E M PE L

Trust is earned

Hempaprime CUI 275

Dodatecné dokumenty

Dalsi informace jsou k dispozici na internetové strance spolecnosti
Hempel
https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines
nebo na mistni webové strance:

- Vysvétlujici poznamky pro udajovy list produktu.
- Metody aplikace.

- Obecné pokyny pro aplikaci

- Pokyny pro hlinikem pigmentované natéry.

Tento Udajovy list produktu (“TLP”) se vztahuje k dodavanému produktu (“produkt’) a je pribézné aktualizovan. Proto musi kupujici/uZivatel vzit v tvahu aktualni Udajovy list produktu spoleéné s piislusnou
dodavkou produktu (a nikoliv starsi verzi). Kromé& Udajového listu produktu mGze kupujici/uzivatel obdrzet nékteré nebo viechny z nasledujicich specifikaci, prohlaseni a/nebo pokynt uvedenych nize nebo z
téch, které jsou uvedeny na internetové strance Hempel v zaloZce ,Produkty” na www.hempel.com (“dal$i dokumenty”):

C. Popis dokumentu Umisténilkomentare

1. | Technické prohlaseni Jednorazové specifické poradenstvi poskytnuté na pozadani pro konkrétni projekty

2. | Specifikace Vydavaji se pouze pro konkrétni projekty

3. |TLP Tento dokument

4. | Vysvétlivky k Udajovému listu produktu Dostupné na www.hempel.coma obsahuiji relevantni informace o parametrech zkousek produktu
5. | Aplika¢ni instrukce Pfipadné dostupné na www.hempel.com

6. | Obecné technické pokyny (napf. k nanaSeni a pfipravé povrchu) Pfipadné dostupné na www.hempel.com

Budou-li se informace v Udajovém listu produktu a v dal$ich dokumentech lisit, maji pfednost informace dle vySe uvedeného pofadi. V takovém pripadé byste se méli jesté obratit s zadosti o vysvétleni na
svého zastupce spolecnosti Hempel. Kromé toho musi kupujici/uZivatel dodrzovat pfislusny bezpecnostni list (,BL") pfilozeny ke kazdému produktu, ktery si mdze rovnéz stahnout na www.hempel.com.

Hempel nenese odpovédnost za vady zplisobené uzitim produktu zcela v rozporu s doporucenimi a pozadavky uvedenymi v pfislusném Udajovém listu produktu a dal3ich dokumentech. Informace a
podminky tohoto prohlaSeni o vylouceni odpovédnosti plati pro tento Udajovy list produktu, dopliikové dokumenty a ostatni dokumenty doruc¢ené spolecnosti Hempel v souvislosti s Produktem. Kromé toho se
dodani Produktu a s nim spojend technicka podpora fidi VSeobecnymi obchodnimi podminkami spolecnosti Hempel, pokud neni vyslovné pisemné dohodnuto jinak.
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